表7．机械科学与工程学院研究生课程简介
	课程名称：计算制造工程学（100.804）

	英文名称：Computational Manufacturing Engineering

	课程类型：√讲授课程  □实践（实验、实习）课程  □研讨课程 □专题讲座 □其它

	考核方式： 考查                             
	教学方式：讲授+研讨

	适用专业： 理工文医各专业      
	适用层次： 硕士 □      博士 √

	开课学期：    秋季   
	总学时/讲授学时：  32 / 32 
	学分：2

	先修课程要求： 无

	课程组教师姓名
	职  称
	专  业
	年  龄
	学术专长

	朱福龙
	副教授
	机械制造
	38
	微纳制造

	张鸿海
	教授
	机械制造
	62
	微纳制造

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	课程教学目标：

主要让学生了解常规尺度、极限尺度下制造过程的建模（信息模型）与计算分析方法（物理仿真分析方法），建立面向制造过程的多尺度、多能域的可靠性计算思维；认识当前面向制造过程的计算与仿真发展趋势和前沿方向，为他们开展这方面的研究和从事这方面的工作打下良好的基础。

教学大纲（章节目录）：

第1章 概 述

制造过程的发展概况；制造过程计算的发展与前沿；制造过程计算的相关应用。
第2章 计算制造的理论基础

   应用弹塑性理论基础；应用热变形理论基础；流体分析理论基础；计算制造的基础分析理论与方法。
第3章 加工过程计算与分析

   加工过程中的信息模型及建立方法；加工过程的物理仿真分析方法和手段；加工过程（切削、磨削等）的计算分析；加工过程计算的发展方向与趋势。

第4章 成形制造过程的计算与分析

   成形加工的发展与前沿；成形加工的计算方法与信息模型；成形加工（减材成形、增材成形、等量成形等）过程的计算分析与应用。

第5章 微纳制造过程的计算与分析

   微纳制造过程中融合多重信息的模型建立过程与方法；微纳制造过程的模型建立方法与工具；基于信息融合模型的微纳制造过程预测；微纳制造过程的相关具体分析与发展趋势。
第6章 电子制造过程的计算与可靠性分析

电子制造过程中的计算分析方法与模型及模型的发展与应用；基于模型的损伤预测方法与手段；快速可靠性分析方法和工具；动态分析模型与工具；电子制造过程的计算分析发展方向与趋势。


	教材： 自编 



	主要参考书：

1． Semiconductor Manufacturing Technology. Michael Quirk , Julian Serda
2． Silicon VLSI Technology Fundamentals ,Practice and Modelling .James D. Plummer
3.  The Science and Enginering of Microelectronic Fabrication . Stephen A,Compbell



